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manufactured by you. 
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      injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas product, such as safety design for 
      hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, 
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      products. Renesas shall have no liability for damages arising out of such detachment.
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第 1 章 将仿真器连接至用户系统

1.1 仿真器的部件

E10A-USB 仿真器支持 SuperHTM 族 SH7080 系列：SH7083 (R5E70835R/R5F70834A/R5F70835A)、SH7084 
(R5E70845R/R5F70844A/R5F70845A)、 SH7085 (R5E70855R/R5F70854A/R5F70855A) 和 SH7086 (R5E70865R/
R5F70865A)。

表 1.1 列出了仿真器的部件。

表 1.1   仿真器的部件

注意： 包括仿真器支持的 MCU 的附加文档。请查看目标 MCU 并参考其附加文档。

分类 部件 外观 数量 说明

硬件 仿真器盒 1 HS0005KCU01H：

厚：65.0 mm，宽：97.0 mm，

高：20.0 mm，重：72.9 g
或

HS0005KCU02H：

厚：65.0 mm，宽：97.0 mm，

高：20.0 mm，重：73.7 g

用户系统接口电缆 1 14 引脚类型：

长：20 cm，重：33.1 g

用户系统接口电缆 1 36 引脚类型：

长：20 cm，重：49.2 g
（仅用于 HS0005KCU02H）

USB 电缆 1 长：150 cm，重：50.6 g

软件 E10A-USB 仿真器安装程序、

SuperHTM 族 E10A-USB 仿真

器用户手册、

关于 SH7083、 SH7084、
SH7085 和 SH7086* 用法的补

充信息，以及

HS0005KCU01H 和 
HS0005KCU02H 的测试程序

手册

1 HS0005KCU01SR、

HS0005KCU01HJ、
HS0005KCU01HE、

HS7080KCU01HJ、
HS7080KCU01HE、

HS0005TM01HJ 和 
HS0005TM01HE

（在 CD-R 中提供）
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1.2 将仿真器连接至用户系统

若要连接 E10A-USB 仿真器 （下文简称仿真器），必须在用户系统上安装 H-UDI 端口连接器，以便连接

用户系统接口电缆。在设计用户系统时，请参阅 H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的推荐电路。此外，请阅读 
E10A-USB 仿真器用户手册和相关器件的硬件手册。

表 1.2 列出了仿真器型号、对应的连接器类型，以及是否提供 AUD （Advanced User Debugger 高级用户调

试器） 功能。

表 1.2   型号、 AUD 功能和连接器类型

H-UDI 端口连接器的类型为 36 引脚和 14 引脚，如下所述。请根据用途选择类型。

1. 36 引脚类型 （带 AUD 功能）

支持 AUD 跟踪功能。可以实时获取大量跟踪信息。还支持窗口跟踪功能，该功能通过跟踪，可获取

在指定范围内的存储器存取 （存储器存取地址或存储器存取数据）。

2. 14 引脚类型 （不带 AUD 功能）

不能使用 AUD 跟踪功能，因为只支持 H-UDI 功能。因为 14 引脚类型连接器比 36 引脚类型 (1/2.5) 连
接器小，所以可以减少在用户系统上安装连接器所占用的空间。

注意： 在 R5E70855R 或 R5E70865R 中， AUD 引脚 （AUDCK、 AUDATA3 到 AUDATA0，以及 _AUDSYNC）被分配

到两个不同的引脚。使用 AUD 功能时，请将任一引脚连接到 H-UDI 端口连接器。

1.3 在用户系统上安装 H-UDI 端口连接器

表 1.3 列出了推荐用于仿真器的 H-UDI 端口连接器。

表 1.3   推荐的 H-UDI 端口连接器

注意： 在用户电路板上设计 36 引脚连接器布局时，不要在 H-UDI 连接器下连接任何部件。在用户电路板上设计 14 引脚

连接器布局时，不要在 H-UDI 端口连接器周围 3 mm 范围内放置任何部件。

型号 连接器 AUD 功能

HS0005KCU02H 36 引脚连接器 提供

HS0005KCU01H、 HS0005KCU02H 14 引脚连接器 不提供

连接器 型号 制造商 规格

36 引脚连接器 DX10M-36S 日本广濑电机株式会社 (Hirose Electric 
Co., Ltd.)

Screw type

（36 引脚螺纹型）

DX10M-36SE、
DX10G1M-36SE

Lock-pin type

（36 引脚锁定型）

14 引脚连接器 2514-6002 3M 中国有限公司 (3M) 14-pin straight type

（14 引脚直插型）



SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器 第 1 章   将仿真器连接至用户系统

RCJ10J0087-0100  Rev.1.00  2008.09.24  
Page 3 of 33

1.4 H-UDI 端口连接器的引脚分配

图 1.1 和 图 1.2 分别显示 36 引脚和 14 引脚 H-UDI 端口连接器的引脚分配。

注意： 请注意，下面几页所述的 H-UDI 端口连接器的引脚编号分配与连接器制造商的不同。

图 1.1   H-UDI 端口连接器的引脚分配 （36 引脚）使用两个引脚之一
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图 1.2   H-UDI 端口连接器的引脚分配 （14 引脚）
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1.5 H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的推荐电路

1.5.1 推荐电路（36 引脚类型）

图 1.3 显示 H-UDI 端口连接器 （36 引脚）和 MCU 之间的推荐电路 （使用仿真器时）。

注意： 1. 不要连接 H-UDI 端口连接器的 N.C. 引脚。

2. 如果连接仿真器，则 _ASEMD0 必须为 0 ；如果不连接仿真器，则 _ASEMD0 必须为 1。
(1) 使用仿真器时：_ASEMD0 = 0

(2) 不使用仿真器时：_ASEMD0 = 1

图 1.3 显示一个电路示例，在该示例中，无论是否使用用户系统接口电缆连接仿真器， _ASEMD0 引脚都为 
GND (0)。

_ASEMD0 引脚状态变化（如通过开关）时，请将引脚 22 接地。不要将此引脚连接到 _ASEMD 引脚。

3. 如果网络电阻用于上拉，可能会受噪声的影响。将 TCK 与其他电阻断开。

4. H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的布线必须尽可能短。不要将信号线连接到电路板上的其他部件。

5. AUD 信号（AUDCK、 AUDATA3 至 AUDATA0，以及 _AUDSYNC）以高速运行。尽量进行等距连接。不要断

开连接，也不要在旁边连接其他信号线。

6. 为 UVCC 引脚提供 MCU 的 H-UDI 和 AUD 的操作电压。对仿真器的开关进行设置，以提供用户电源（SW2 = 
1 和 SW3 = 1）。

7. 图 1.3 所示的电阻值仅供参考。

8. 对于不使用防真器时的引脚处理，请参阅相关 MCU 的硬件手册。

9. 对于 AUDCK 引脚，要防止 H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的布线为 GND 电平。
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按照 图 1.3 所示连接电路时，仿真器的开关设置为 SW2 = 1 和 SW3 = 1。有关详细信息，请参阅

《SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器用户手册》中的 3.8 节 “设置 DIP 开关”。

图 1.3   H-UDI 端口连接器 （36 引脚类型）和 MCU 之间的推荐连接电路 （使用仿真器时）
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1.5.2 推荐电路（14 引脚类型）

图 1.4 显示 H-UDI 端口连接器 （14 引脚）和 MCU 之间的推荐电路 （使用仿真器时）。

注意： 1. 不要连接 H-UDI 端口连接器的 N.C. 引脚。

2. 如果连接仿真器，则 _ASEMD0 必须为 0 ；如果不连接仿真器，则 _ASEMD0 必须为 1。
(1) 使用仿真器时：_ASEMD0 = 0

(2) 不使用仿真器时：_ASEMD0 = 1

图 1.4 显示一个电路示例，在该示例中，无论是否使用用户系统接口电缆连接仿真器， _ASEMD0 引脚都为 
GND (0)。

_ASEMD0 引脚状态变化时（如通过开关），请将引脚 9 接地。不要将该引脚连接到 _ASEMD0 引脚。

3. 如果网络电阻用于上拉，可能会受噪声的影响。将 TCK 与其他电阻断开。

4. H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的布线必须尽可能短。不要将信号线连接到电路板上的其他部件。

5. 为 UVCC 引脚提供 MCU 的 H-UDI 的工作电压。对仿真器的开关进行设置，以提供用户电源 （SW2 = 1 和 
SW3 = 1）。

6. 图 1.4 所示的电阻值仅供参考。

7. 对于不使用防真器时的引脚处理，请参阅相关 MCU 的硬件手册。
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按照 图 1.4 所示连接电路时，仿真器的开关设置为 SW2 = 1 和 SW3 = 1。有关详细信息，请参阅

《SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器用户手册》中的 3.8 节 “设置 DIP 开关”。

图 1.4   H-UDI 端口连接器 （14 引脚类型）和 MCU 之间的推荐连接电路 （使用仿真器时）
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第 2 章 使用 SH7080 系列时的软件规范

2.1 MCU 与仿真器的差异

1. 仿真器系统启动时，会初始化通用寄存器及部分控制寄存器。 MCU 的初始值是未定义的。从工作空

间启动仿真器时，会在一个会话中保存要输入的值。

表 2.1   仿真器连接时的寄存器初始值

2. 仿真器使用 H-UDI；不要存取 H-UDI。

3. 低功率状态

— 在使用仿真器时，通过清除功能或 [STOP] （停止）按钮可以清除休眠状态，随后会发生中断。

— 在软件待机状态下，不能存取或修改存储器。

— 在使用仿真器时，不要使用深度软件待机模式。

4. 复位信号

只有在通过单击 [GO] （执行）按钮或 [STEP] （单步）类型按钮启动的仿真过程中， MCU 复位信号

才有效。如果这些信号是在用户系统处于命令输入等待状态时允许的，则不会发送至 MCU。

注意： 当 /RES、 /BREQ 或 /WAIT 信号为低电平时，请不要中断用户程序。否则将发生 TIMEOUT （超时）错误。如果 
/BREQ 或 /WAIT 信号在中断期间始终为低电平，则在存储器存取时将发生 TIMEOUT（超时）错误。（某些 MCU 
不采用 /BREQ 或 /WAIT 信号。）

5. 直接存储器存取控制器 (DMAC)／数据传送控制器 (DTC)
如果 MCU 中包含 DMAC，即使在使用仿真器时， DMAC 也可进行操作。生成数据传送请求后，

DMAC 即执行 DMA 传送。

如果 MCU 中包含 DTC，即使在使用仿真器时， DTC 也可进行操作。生成数据传送请求后， DTC 即
执行 DTC 传送。

寄存器 处于连接状态的仿真器

R0 到 R14 H'00000000

R15 (SP) 上电复位向量表中的 SP 值

PC 上电复位向量表中的 PC 值

SR H'000000F0

GBR H'00000000

VBR H'00000000

MACH H'00000000

MACL H'00000000

PR H'00000000
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6. 用户程序执行期间的存储器存取

在执行用户程序过程中，可使用以下两种方法存取存储器，如表 2.2 所述。

表 2.2   用户程序执行期间的存储器存取

通过使用 [Configuration] （配置）对话框，可指定用户程序执行期间的存储器存取方法。

表 2.3   存储器存取产生的停止时间 （参考）

7. 外部闪存区域的存储器存取

仿真器可以将加载模块下载到外部闪存区域 （有关详细信息，请参阅 《SuperHTM 族 E10A-USB 仿真

器用户手册》中的 6.22 节 “将函数下载到闪存区域”）。外部闪存区域不允许进行存储器写和断点设

置。若要在外部闪存上设置程序中断条件，请使用 Event Condition （事件条件）功能。

某些 MCU 不采用外部闪存区域。

8. 使用 WDT
在中断过程中， WDT 不会运行。

9. 加载会话

[Configuration] （配置）对话框的 [JTAG clock] （JTAG 时钟）中的信息不能通过加载会话恢复。

因此， TCK 值如下所述：

— 使用 HS0005KCU01H 或 HS0005KCU02H 时：TCK = 2.5 MHz

10. [IO] 窗口

— 显示和修改

对于每个看门狗定时器寄存器，有两个寄存器分别用于写和读操作。

表 2.4   看门狗定时器寄存器

方法 说明

H-UDI read/write 

（H-UDI 读／写）

用户程序的停止时间较短，因为存储器是通过专用总线主控器存取的。

Short break （暂停） 本产品不使用此方法。（请不要设置暂停。）

方法 条件 停止时间

H-UDI read/write 

（H-UDI 读／写）

为内部 RAM 读一个长字 读：最多 2 个总线时钟 (Bφ)

为内部 RAM 写一个长字 写：最多 2 个总线时钟 (Bφ)

寄存器名称 用法 寄存器

WTCSR (W) 写 看门狗定时器控制／状态寄存器

WTCNT (W) 写 看门狗定时器计数器

WTCSR(R) 读 看门狗定时器控制／状态寄存器

WTCNT(R) 读 看门狗定时器计数器
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— I/O 寄存器定义文件的自定义

建立 I/O 寄存器定义文件之后， MCU 的规格可能发生过更改。如果 I/O 寄存器定义文件中的每个 
I/O 寄存器都与硬件手册所述的地址不同，请按照硬件手册的说明更改 I/O 寄存器定义文件。根据 
I/O 寄存器定义文件的格式，可以对该文件进行自定义。但是请注意，仿真器不支持位字段功能。

— 验证

在 [IO] 窗口中，输入值的验证功能为禁止状态。

11. 非法指令

请不要使用 “单步”类型命令执行非法指令。

12. MCU 运行模式

请注意，仿真器不支持引导模式和用户引导模式。

13. 多路复用仿真器引脚

仿真器的引脚分配如表 2.5 所述。

表 2.5   复用功能 (1)

MCU 功能 1 功能 2

R5E70835R PE0/DREQ0/TIOC0A TMS

PE1/TEND0/TIOC0B _TRST

PE2/DREQ1/TIOC0C TDI

PE3/TEND1/TIOC0D TDO

PE4/TIOC1A/RXD3 TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK

PD8/D8/TIOC3AS AUDATA0

PD9/D9/TIOC3BS AUDATA1

PD10/D10/TIOC3CS AUDATA2

PD11/D11/TIOC3DS AUDATA3

PD14/D14/TIOC4CS AUDCK

PD15/D15/TIOC4DS _AUDSYNC
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表 2.5   复用功能 (2)

MCU 功能 1 功能 2

R5E70845R PE0/DREQ0/TIOC0A TMS

PE1/TEND0/TIOC0B _TRST

PE2/DREQ1/TIOC0C TDI

PE3/TEND1/TIOC0D TDO

PE4/TIOC1A/RXD3 TCK

PE5/_CS6/TIOC1B/TXD3 _ASEBRKAK/_ASEBRK

PD8/D8/TIOC3AS AUDATA0

PD9/D9/TIOC3BS AUDATA1

PD10/D10/TIOC3CS AUDATA2

PD11/D11/TIOC3DS AUDATA3

PD14/D14/TIOC4CS AUDCK

PD15/D15/TIOC4DS _AUDSYNC

R5E70855R PE8/TIOC3A/SCK2/SSCK TMS

PE9/TIOC3B/SCK3/_RTS3 _TRST

PE10/TIOC3C/TXD2/SSO TDI

PE11/TIOC3D/RXD3/_CTS3 TDO

PE12/TIOC4A/TXD3/_SCS TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK

PD16/D16/IRQ0/_POE4 AUDATA0

PD17/D17/IRQ1/_POE5 AUDATA1

PD18/D18/IRQ2/_POE6 AUDATA2

PD19/D19/IRQ3/_POE7 AUDATA3

PD22/D22/IRQ6/TIC5US AUDCK

PD23/D23/IRQ7 _AUDSYNC

PA16/_WRHH/_ICIOWR/_AH/
DQMUU/CKE/DREQ2

_AUDSYNC

PE0/DREQ0/TIOC0A AUDCK

PE3/TEND1/TIOC0D AUDATA3

PE4/_IOIS16/TIOC1A/RXD3 AUDATA2

PE5/_CS6/_CE1B/TIOC1B/TXD3 AUDATA1

PE6/_CS7/TIOC2A/SCK3 AUDATA0
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表 2.5   复用功能 (3)

MCU 功能 1 功能 2

R5E70865R PE8/TIOC3A/SCK2/SSCK TMS

PE9/TIOC3B/SCK3/_RTS3 _TRST

PE10/TIOC3C/TXD2/SSO TDI

PE11/TIOC3D/RXD3/_CTS3 TDO

PE12/TIOC4A/TXD3/_SCS TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK

PD16/D16/IRQ0/_POE4 AUDATA0

PD17/D17/IRQ1/_POE5 AUDATA1

PD18/D18/IRQ2/_POE6 AUDATA2

PD19/D19/IRQ3/_POE7 AUDATA3

PD22/D22/IRQ6/TIC5US AUDCK

PD23/D23/IRQ7 _AUDSYNC

PA16/_WRHH/_ICIOWR/_AH/
DQMUU/CKE/DREQ2

_AUDSYNC

PE0/DREQ0/TIOC0A AUDCK

PE3/TEND1/TIOC0D AUDATA3

PE4/_IOIS16/TIOC1A/RXD3 AUDATA2

PE5/_CS6/_CE1B/TIOC1B/TXD3 AUDATA1

PE6/_CS7/TIOC2A/SCK3 AUDATA0

R5F70834A/
R5F70835A

PE0/DREQ0/TIOC0A TMS

PE1/TEND0/TIOC0B _TRST

PE2/DREQ1/TIOC0C TDI

PE3/TEND1/TIOC0D TDO

PE4/TIOC1A/RXD3 TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK

R5F70844A/
R5F70845A

PE0/DREQ0/TIOC0A TMS

PE1/TEND0/TIOC0B _TRST

PE2/DREQ1/TIOC0C TDI

PE3/TEND1/TIOC0D TDO

PE4/TIOC1A/RXD3 TCK

PE5/_CS6/TIOC1B/TXD3 _ASEBRKAK/_ASEBRK
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表 2.5   复用功能 (4)

仿真器引脚可与其他引脚进行复用。仿真器连接后，不能使用功能 1，因为仿真器使用的引脚已由 TCK、

TMS、TDI、TDO、 _TRST 和 _ASEBRKAK/_ASEBRK 复用。如果 AUD 复用的引脚未连接到仿真器，则可以

使用功能 1。
复用的引脚用作 AUD 功能时，请在 [Configuration] （配置）对话框的 [AUD pin select] （AUD 引脚选择）

中设置要使用的 AUD 引脚。复用的引脚固定用作 AUD 功能。

MCU 功能 1 功能 2

R5F70854A/
R5F70855A

PE8/TIOC3A/SCK2/SSCK TMS

PE9/TIOC3B/SCK3/_RTS3 _TRST

PE10/TIOC3C/TXD2/SSQ TDI

PE11/TIOC3D/RXD3/_CTS3 TDO

PE12/TIOC4A/TXD3/_SCS TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK

R5F70865A PE8/TIOC3A/SCK2/SSCK TMS

PE9/TIOC3B/SCK3/_RTS3 _TRST

PE10/TIOC3C/TXD2/SSQ TDI

PE11/TIOC3D/RXD3/_CTS3 TDO

PE12/TIOC4A/TXD3/_SCS TCK

PE13/TIOC4B/_MRES _ASEBRKAK/_ASEBRK
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2.2 在使用 SH7080 系列时的仿真器特定功能

2.2.1 Event Condition （事件条件）功能

仿真器用于为以下三个功能设置 Event Condition （事件条件）：

· 用户程序的中断

· 内部跟踪

· 性能测量的开始和结束

表 2.6 列出了 Event Condition （事件条件）的类型。

表 2.6   Event Condition （事件条件）的类型

在 [Combination action (Sequential or PtoP)] （组合操作 ( 顺序或点到点 )）对话框 （在 [Event Condition]
（事件条件）表上的弹出菜单中选择 [Combination action (Sequential or PtoP)] （组合操作 ( 顺序或点到点 )）可

以打开该对话框）中，可以指定顺序条件以及性能测量的开始和结束条件。

Event Condition

（事件条件）类型

说明

Address bus condition 地址

总线条件（Address 地址）

设置地址总线 （数据存取）值或程序计数器值（指令执行之前或之后）匹配时的条件。

Data bus condition 数据总

线条件（Data 数据）

设置数据总线值匹配时的条件。存取数据大小可指定为字节、字或长字。

Bus state condition 总线状

态条件（Bus State 总线状

态）

总线状态条件设置有两种：

Bus State （总线状态）条件：设置数据总线值匹配时的条件。

Read/Write （读／写）条件：设置读／写条件匹配时的条件。

Count （计数） 设置指定的其他条件满足指定计数时的条件。

Action （操作） 选择条件 （如中断、跟踪暂停条件或跟踪获取条件）匹配时的操作。
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表 2.7 列出了可在 Ch1 到 Ch10 下设置的条件组合。

表 2.7   用于设置 Event Condition （事件条件）的对话框

对话框

功能

地址总线条件 
(Address)

数据总线条件 
(Data)

总线状态条件 
(Bus State)

计数条件 
(Count)

Action （操作）

（使用 R5E
70835R/
R5E70845R/
R5E70855R/

R5E70865R 时）

Action （操作）

（使用 
R5F70834A/
R5F70835A/
R5F70844A/
R5F70845A/
R5F70854A/
R5F70855A/

R5F70865A 时）

[Event 
Condition 1]

（事件条件 1）

Ch1 O O O O O

（B、 T1 和 P）

O

（B 和 P）

[Event 
Condition 2]

（事件条件 2）

Ch2 O O O X O

（B、 T1 和 P）

O

（B 和 P）

[Event 
Condition 3]

（事件条件 3）

Ch3 O X X X O

（B 和 T2）

O
(B)

[Event 
Condition 4]

（事件条件 4）

Ch4 O X X X O

（B 和 T3）

O
(B)

[Event 
Condition 5]

（事件条件 5）

Ch5 O X X X O

（B 和 T3）

Ch5 到 Ch10 
不可用。

[Event 
Condition 6]

（事件条件 6）

Ch6 O X X X O

（B 和 T2）

[Event 
Condition 7]

（事件条件 7）

Ch7 O X X X O

（B 和 T2）

[Event 
Condition 8]

（事件条件 8）

Ch8 O X X X O

（B 和 T2）

[Event 
Condition 9]

（事件条件 9）

Ch9 O X X X O

（B 和 T2）

[Event 
Condition 10]

（事件条件 10）

Ch1
0

O X X X O

（B 和 T2）
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注意： 1. O：可以在对话框中设置。

X：不能在对话框中设置。

2. 对于 [Action] （操作）项目，

B：允许设置中断。（对于计数条件，仅允许设置中断。）

T1：可以为内部跟踪设置跟踪暂停和获取条件。

T2：可以为内部跟踪设置跟踪暂停。

T3：可以为内部跟踪设置跟踪暂停和点到点。

P：可以设置性能测量开始或结束条件。

使用 MCU R5F70834A/R5F70835A/R5F70844A/R5F70845A/R5F70854A/R5F70855A/R5F70865A 时可以使

用 Ch1 到 Ch4。
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顺序设置：在 [Combination action (Sequential or PtoP)] （组合操作 ( 顺序或点到点 )）对话框中，可以指定

顺序条件以及性能测量的开始或结束条件。

表 2.8   要设置的条件

注意： 1. 如果在测量性能满足结束条件之后满足开始条件，则会重新启动性能测量。性能测量过程中的测量结果会添加

到中断之后的测量结果中。

2. 如果在满足结束条件之后，内部跟踪的点到点满足开始条件，则会重新启动跟踪获取。

3. 如果使用性能测量开始或结束条件，用于指定 [Event Condition 1] （事件条件 1）的条件的计数必须为一次。

4. 使用 MCU R5F70834A/R5F70835A/R5F70844A/R5F70845A/R5F70854A/R5F70855A/R5F70865A 时，

[I-Trace stop:Ch3-2-1] （停止内部跟踪：Ch3-2-1）、 [I-Trace stop:Ch2-1] （停止内部跟踪：Ch2-1）和 
[I-Trace stop:Ch5 to Ch4 PtoP] （停止内部跟踪：Ch5 到 Ch4 点到点）这几个项目不可用。

分类 项目 说明

[Ch1, 2, 3] （Ch1、
2、 3）列表框

使用 Event Condition （事件条件） 1 到 3 可设置顺序条件以及性能测量的开始或结束条件。

Don't care （忽略） 不设置任何顺序条件或性能测量的开始或结束条件。

Break （中断）：

Ch3-2-1
当以 Event Condition （事件条件） 3、 2、 1 的顺序满足条件时，中断程

序。

Break （中断）：

Ch2-1
当以 Event Condition （事件条件） 2、 1 的顺序满足条件时，中断程序。

I-Trace stop （停止内

部跟踪）：Ch3-2-1
当以 Event Condition（事件条件）3、2、1 的顺序满足条件时，暂停内部

跟踪的获取。

I-Trace stop （停止内

部跟踪）：Ch2-1
当以 Event Condition （事件条件） 2、 1 的顺序满足条件时，暂停内部跟

踪的获取。

Ch2 to Ch1 PA

（Ch2 到 Ch1 PA）
设置性能测量时间段，时间从满足 [Event Condition 2] （事件条件 2）（开

始条件）中设置的条件到满足 [Event Condition 1] （事件条件 1）（结束条

件）中设置的条件。

Ch1 to Ch2 PA

（Ch1 到 Ch2 PA）
设置性能测量时间段，时间从满足 [Event Condition 1] （事件条件 1）（开

始条件）中设置的条件到满足 [Event Condition 2] （事件条件 2）（结束条

件）中设置的条件。

[Ch4, 5] （Ch4、
5）列表框

使用 Event Condition （事件条件） 4 和 5 可设置内部跟踪的点到点 （跟踪获取的开始和结束条

件）。

Don't care （忽略） 不设置跟踪获取的开始或结束条件。

I-Trace （内部跟踪）：

Ch5 to Ch4 PtoP

（Ch5 到 Ch4 点到点）

设置获取时间段，时间从满足 [Event Condition 5] （事件条件 5）（开始条

件）中设置的条件到满足 [Event Condition 4] （事件条件 4）（结束条件）

中设置的条件。
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顺序中断扩展设置的用法示例：示例是为产品提供的教程程序。有关该教程程序，请参阅 《SuperHTM 族 
E10A-USB 仿真器用户手册》第 6 节 “教程”。

Event Condition （事件条件）的条件设置如下：

1. Ch3
当满足条件 [Only program fetched address after] （仅在程序访问该地址之后）时，中断地址 
H'00001068。

2. Ch2
当满足条件 [Only program fetched address after] （仅在程序访问该地址之后）时，中断地址 
H'0000107a。

3. Ch1
当满足条件 [Only program fetched address after] （仅在程序访问该地址之后）时，中断地址 
H'00001086。

注意： 请不要设置其他通道。

4. 在 [Combination action (Sequential or PtoP)] （组合操作 (顺序或点到点 )）对话框中，将 [Ch1,2,3]
（Ch1、 2、 3）列表框的内容设置为 [Break: Ch 3-2-1] （中断：Ch 3-2-1）。

5. 在通过鼠标右键单击 [Event Condition] （事件条件）表弹出的菜单中允许 [Event Condition 1] （事件条

件 1）的条件。

然后，在 [Registers] （寄存器）窗口中设置程序计数器和堆栈指针 （PC = H'00000800，
R15 = H'00010000）并单击 [Go] （执行）按钮。如果此操作未正常执行，请发送复位信号并执行上述过程。

程序执行到满足 Ch1 的条件时暂停。在此，条件是以 Ch3 → 2 → 1 的顺序满足的。

图 2.1   执行暂停时的 [Source] （源）窗口 （顺序中断）
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如果设置内部跟踪的顺序条件、性能测量开始／结束或点到点条件，则会禁止要使用的 Event Condition
（事件条件）的条件。必须在通过用鼠标右键单击 [Event Condition] （事件条件）表弹出的菜单中允许这些条

件。

注意： 1. 如果通过程序计数器为延迟转移指令中的槽设置了 Event Condition （事件条件）（在执行指令之后），则该条

件在执行转移目标指令之前满足（如果设置了中断，则在执行转移目标指令之前中断）。

2. 请不要通过程序计数器为 SLEEP 指令设置 Event Condition （事件条件）（在执行指令之后）。

请不要在 SLEEP 指令中设置数据存取条件 （在执行一个或两个指令之前）。

3. 如果同时满足上电复位和 Event Condition （事件条件），则不会满足任何条件。

4. 如果设置的条件的满足间隔接近，则不会满足任何顺序条件。通过程序计数器，以两个或多个指令为间隔，

按顺序设置满足间隔接近的 Event conditions ( 事件条件 )。
CPU 的结构为流水线形式；取指令周期和存储器周期之间的顺序由流水线确定。因此，当通道条件以总线周期

顺序满足时，即满足顺序条件。

5. 如果 Event Condition （事件条件）或顺序条件的设置在程序执行过程中发生了更改，则执行将被挂起。

（在程序执行过程中挂起的时钟数最大约为 52 个总线时钟 (Bφ)。如果总线时钟 (Bφ) 为 10.0 MHz，则程序将挂

起 5.2 μs。）

6. 如果 Event Condition （事件条件）或顺序条件的设置在程序执行过程中发生了更改，则仿真器会暂时禁止所

有 Event Condition （事件条件）更改设置。在此期间，不会满足任何 Event Condition （事件条件）。

7. 如果 DMA 或 DTC 传送与 Event Condition （事件条件）的条件（包括外部总线存取条件）之间出现满足冲

突，则可能禁止以下操作：满足 Event Condition （事件条件）的条件之后的中断生成、内部跟踪的暂停和获

取，以及性能测量的开始或结束。

8. 仿真器处于连接状态时，不能使用用户断点控制器 (UBC) 功能。
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2.2.2 跟踪功能

仿真器支持表 2.9 所列的跟踪功能。

使用 MCU R5E70835R/R5E70845R/R5E70855R/R5E70865R 时，可以使用表 2.9 中的跟踪功能。

表 2.9   跟踪功能

表 2.10 列出了 AUD 功能可以使用的型号。

表 2.10   型号和 AUD 功能

使用 MCU R5F70834A/R5F70835A/R5F70844A/R5F70845A/R5F70854A/R5F70855A/R5F70865A 时，只能

支持四个转移 （源和目标）内部跟踪功能。不能使用 AUD 跟踪，也不能设置跟踪获取条件。

内部跟踪和 AUD 跟踪是在 [Trace] （跟踪）窗口的 [Acquisition] （获取）对话框中设置的。

功能 内部跟踪 AUD 跟踪

Branch trace （转移跟踪） 支持 支持

Memory access trace

（存储器存取跟踪）

支持 支持

Software trace （软件跟踪） 不支持 支持

型号 AUD 功能

HS0005KCU01H 不支持

HS0005KCU02H 支持
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内部跟踪功能：如果在 [Acquisition] （获取）对话框的 [Trace mode] （跟踪模式）页中，选择了 [Trace 
type] （跟踪类型） [I-Trace] （内部跟踪），则可以使用内部跟踪。

图 2.2   [Acquisition] （获取）对话框 （内部跟踪功能）
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在 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）的 [Type] （类型）中，可以选择以下三个项目作为内部跟踪。

表 2.11   有关获取内部跟踪的信息

选择 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）的 [Type] （类型）之后，请选择要从 [Acquisition] （获取）获取的

内容。下面介绍了一些典型示例 （请注意，不会获取禁止的 [Acquisition] （获取）项目）。

对于既无 DMAC 也无 DTC 的 MCU，在选择 I 总线上的总线主控器时，请不要选择 DMA 或 DTC。

· 仅获取转移信息的示例：

从 [Type] （类型）中选择 [L-Bus & Branch] （L 总线和转移），然后允许 [Acquisition] （获取）中的 
[Branch] （转移）。

· 仅获取用户程序读或写存取 （L 总线）的示例：

从 [Type] （类型）中选择 [L-Bus & Branch] （L 总线和转移），然后允许 [Acquisition] （获取）中的 
[Read] （读）、 [Write] （写）和 [Data access] （数据存取）。

· 仅获取 DMA 读存取 （I 总线）的示例：

从 [Type] （类型）中选择 [I-Bus] （I 总线），然后允许 [Acquisition] （获取）中的 [Read] （读）、

[DMA] 和 [Data access] （数据存取）。

项目 获取信息

[L-Bus & Branch]

（L 总线和转移）

获取有关 L 总线的数据和转移信息。

· 数据存取 （读／写）

· 转移信息

· 取指令

[I-Bus] （I 总线） 获取 I 总线上的数据。

· 数据存取 （读／写）

· I 总线上的总线主控器的选择 (CPU/DMA/DTC)
· 取指令

[I-Bus, L-Bus & Branch]

（I 总线、 L 总线和转移）

获取 [L-Bus & Branch] （L 总线和转移）和 [I-Bus] （I 总线）的内容。
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使用 Event Condition （事件条件）可限制条件；以下三个项目可设置为内部跟踪条件。

表 2.12   内部跟踪的跟踪条件

若要将跟踪获取限制为仅针对特定地址或程序的特定功能的存取，可以使用 Event Condition （事件条

件）。下面介绍了一些典型示例。

· 以用户程序对 H'FFF8000 进行写存取 （L 总线）作为条件 （跟踪暂停）的暂停跟踪示例：

在 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）中设置要获取的条件。

在 [Event Condition 1] （事件条件 1）或 [Event Condition 2] （事件条件 2）对话框中设置以下内容：

地址条件：设置 [Address] （地址）和 H'FFFF8000。
总线状态条件：设置 [L-Bus] （L 总线）和 [Write] （写）。

操作条件：禁止 [Acquire Break] （获取中断）并将 [Acquire Trace] （获取跟踪）设置为 [Stop]
（停止）。

· 仅获取用户程序对 H'FFF8000 的写存取 （L 总线）的示例 （跟踪获取条件）：

从 [Type] （类型）中选择 [L-Bus & Branch] （L 总线和转移），然后允许 [Acquisition] （获取）中的 
[Write] （写）和 [Data access] （数据存取）。

在 [Event Condition 1] （事件条件 1）或 [Event Condition 2] （事件条件 2）对话框中设置以下内容：

地址条件：设置 [Address] （地址）和 H'FFFF8000。
总线状态条件：设置 [L-Bus] （L 总线）和 [Write] （写）。

操作条件：禁止 [Acquire Break] （获取中断）并将 [Acquire Trace] （获取跟踪）设置为 [Condition]
（条件）。

对于跟踪获取条件， Event Condition （事件条件）要获取的条件应通过 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）

获取。

· 在程序从地址 H'1000 到 H'2000 （点到点）的时间段内获取跟踪的示例：

在 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）中设置要获取的条件。

在 [Event Condition 5] （事件条件 5）对话框中将地址条件设置为 H'1000。
在 [Event Condition 4] （事件条件 4）对话框中将地址条件设置为 H'2000。
在 [Combination action (Sequential or PtoP)] （组合操作 (顺序或点到点 )）对话框中，将 [Ch4,5]
（Ch4、 5）设置为 [I-Trace Ch5 to Ch4 PtoP] （内部跟踪 Ch5 到 Ch4 点到点）。

如果同时设置了点到点和跟踪获取条件，这些条件会进行 AND （与）操作。

项目 获取信息

Trace halt （跟踪暂停） 获取内部跟踪，直至满足 Event Condition （事件条件）为止。（当跟踪暂停后，跟踪内

容会显示在 [Trace] （跟踪）窗口中。用户程序不会发生中断。）

Trace acquisition condition

（跟踪获取条件）

仅当满足 Event Condition （事件条件）时才获取数据存取。

Point-to-point （点到点） 在从满足 [Event Condition 5] （事件条件 5）到满足 [Event Condition 4] （事件条件 4）
的时间段内进行跟踪。
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关于内部跟踪的注意事项：

· 时间戳

时间戳是连接或输入到目标 MCU 的晶体振荡器或外部时钟的两倍。表 2.13 列出了获取时间戳的时

序。

表 2.13   时间戳获取的时序

· 点到点

在取得指定指令后满足跟踪开始条件。因此，如果为预取指令 （虽然在转移或转换到中断时已取得，

但还未执行的指令）设置了跟踪开始条件，则会在指令的预取期间开始跟踪。但是，在实现预取

（完成转移）后，跟踪会自动挂起。

如果满足开始和结束条件的时间接近，则无法正确获取跟踪信息。

可以跟踪在满足开始条件之前已取的指令的执行周期。

· 暂停跟踪

请不要为 sleep 指令和使延迟槽成为 sleep 指令的转移指令设置跟踪结束条件。

· 跟踪获取条件

请不要为 sleep 指令和使延迟槽成为 sleep 指令的转移指令设置跟踪结束条件。

如果选择 [I-Bus, L-Bus & Branch] （I 总线、 L 总线和转移），并通过 Event Condition （事件条件）为 
L 总线和 I 总线设置了跟踪获取条件，请分别为 [Event Condition 1] （事件条件 1）和 [Event Condition 
2] （事件条件 2）设置 L 总线和 I 总线条件。

如果 [I-Trace mode] （内部跟踪模式）的设置在程序执行过程中发生了更改，则执行将被挂起。（在

程序执行过程中挂起的时钟数最大约为 26 个总线时钟 (Bφ)。如果总线时钟 (Bφ) 为 10.0 MHz，则程序

将挂起 2.6 μs。）

请不要将数据条件用作跟踪获取条件。

项目 存储在跟踪存储器中的计数器值

L-bus instruction fetch （L 总线取指令） 取指令完成时的计数器值

L-bus data access （L 总线数据存取） 数据存取完成时的计数器值

Branch （转移） 在转移后下一个总线周期完成时的计数器值

I-bus fetch （I 总线取） 取操作完成时的计数器值

I-bus data access （I 总线数据存取） 数据存取完成时的计数器值
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· 显示跟踪

如果在程序执行过程中显示跟踪，则会挂起执行以获取跟踪信息。（在程序执行过程中挂起的时钟数

最大约为 16384 个外围时钟 (Pφ) + 12310 个总线时钟 (Bφ)。如果外围时钟 (Pφ) 为 10.0 MHz，总线时钟 
(Bφ) 为 10.0 MHz，则程序将挂起 2.87 ms。）

如果因 Event Condition （事件条件）发生中断，当在指令中发生中断后执行了一个或两个指令，且存

在无条件转移时，即使还未执行无条件转移，也会显示跟踪结果。

DMA 或 DTC 传送的跟踪获取结果可能无法正确显示。这种情况下，生成跟踪的主控器或用于显示跟

踪的行将为空白。

· 在暂停后重新启动跟踪获取

在用户程序执行过程中不能重新启动跟踪获取；必须生成中断。

· 有关执行用户程序的注意事项

请不要在用户程序执行过程中更改跟踪设置；可以禁止跟踪获取。将更改以下跟踪设置：Event 
Condition （事件条件）的条件、 Event Condition （事件条件）满足的顺序条件，以及在 [Acquisition]
（获取）对话框中设置的内部跟踪。若要更改这些设置，必须生成中断。
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AUD 跟踪功能：当器件的 AUD 引脚连接到仿真器时，可以使用此功能。表 2.14 列出了在每个跟踪功能

中可以设置的 AUD 跟踪获取模式。

表 2.14   AUD 跟踪获取模式

若要设置 AUD 跟踪获取模式，请使用鼠标右键单击 [Trace] （跟踪）窗口，然后从弹出菜单选择 [Setting]
（设置）以显示 [Acquisition] （获取）对话框。在 [Acquisition] （获取）对话框的 [Trace mode] （跟踪模式）页

中的 [AUD mode1] （AUD 模式 1）或 [AUD mode2] （AUD 模式 2）分组框中，可以设置 AUD 跟踪获取模式。

图 2.3   [Trace mode] （跟踪模式）页

类型 模式 说明

发生连续跟踪 Realtime trace （实时

跟踪）

如果在输出跟踪信息过程中发生下一次转移，可能不会输出任何信息。用户

程序可以实时执行，但会丢失某些跟踪信息。

Non realtime trace

（非实时跟踪）

如果在输出跟踪信息过程中发生下一次转移，CPU 会停止操作，直至输出信

息为止。用户程序不是实时执行的。

跟踪缓冲器已满 Trace continue （继续

跟踪）

此功能会盖写最早的跟踪信息以存储最新的跟踪信息。

Trace stop （停止跟

踪）

跟踪缓冲器已满之后，不再获取跟踪信息。用户程序是连续执行的。



SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器 第 2 章   使用 SH7080 系列时的软件规范

RCJ10J0087-0100  Rev.1.00  2008.09.24  
Page 28 of 33

在使用 AUD 跟踪功能时，请在 [Trace mode] （跟踪模式）页的 [Trace type] （跟踪类型）分组框中选中 
[AUD function] （AUD 功能）单选按钮。

1. 转移跟踪功能

显示转移源地址和目的地址及其源行。

通过在 [Trace mode] （跟踪模式）页的 [AUD function] （AUD 功能）分组框中选中 [Branch trace]
（转移跟踪）复选框，可以获取转移跟踪。

在 [AUD Branch trace] （AUD 转移跟踪）页中，可以选择转移类型。

图 2.4   [AUD Branch trace] （AUD 转移跟踪）页

2. 窗口跟踪功能

通过跟踪可以获取指定范围内的存储器存取。

可以为通道 A 和 B 指定两个存储器范围。可以选择读、写或读／写周期作为跟踪获取的总线周期。

[设置方法 ]
A. 在 [Trace mode] （跟踪模式）页的 [AUD function] （AUD 功能）分组框中选中 [Channel A]

（通道 A）和 [Channel B] （通道 B）复选框。每个通道都将变为有效。

B. 打开 [Window trace] （窗口跟踪）页，指定要为每个通道设置的总线周期、存储器范围和总线

类型。
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图 2.5   [Window trace] （窗口跟踪）页

注意： 选择 [L-Bus] （L 总线）或 [I-Bus] （I 总线）后，将跟踪以下总线周期。

· L 总线：获取 CPU 生成的总线周期。

· I 总线：获取 CPU、 DMA 或 DTC 生成的总线周期。（某些 MCU 不包含 DMAC 或 DTC。）

3. 软件跟踪功能

注意： SHC/C++ 编译器 （由瑞萨科技公司生产；包括 OEM 和组合产品） V7.0 或更高版本支持此功能。

在执行特定指令时，可通过跟踪获取执行时的 PC 值和一个通用寄存器的内容。描述要预先编译和连接的 
Trace(x) 函数 （x 为变量名）。有关详细信息，请参阅 SHC 手册。

如果在仿真器上下载加载模块并在软件跟踪功能有效时执行该模块，则会显示已执行 Trace(x) 函数的 PC 
值、 x 的通用寄存器值和源行。

若要激活软件跟踪功能，请在 [Trace mode]（跟踪模式）页的 [AUD function]（AUD 功能）分组框中选中 
[Software trace] （软件跟踪）复选框。
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AUD 跟踪的注意事项：

1. 在用户程序执行过程中执行跟踪显示时，不会显示助记符、操作数或源。

2. AUD 转移跟踪功能输出新输出的转移源地址与以前输出的转移源地址之差。窗口跟踪功能输出新输出的地址与

以前输出的地址之差。如果以前的转移源地址与高 16 位相同，则输出低 16 位。如果它与高 24 位相同，则输

出低 8 位。如果它与高 28 位相同，则输出低 4 位。

仿真器会根据这些差值重新生成 32 位地址，并在 [Trace] （跟踪）窗口中显示该地址。如果仿真器无法显示该 
32 位地址，则显示与以前显示的 32 位地址之差。

3. 如果无法显示该 32 位地址，则不显示源行。

4. 如果在异常转移获取过程中发生完成类型异常，则获取发生异常的地址的下一个地址。

5. 在使用分析功能时， AUD 跟踪为禁止状态。

6. 将 AUD 时钟 (AUDCK) 频率设置为 20 MHz 或更低。如果该频率高于 20 MHz，则仿真器将无法正常运行。

2.2.3 JTAG (H-UDI) 时钟 (TCK) 的使用注意事项

1. 将 JTAG 时钟 (TCK) 频率设置为外围时钟 (Pφ) 的频率的 1/4 或低于外围时钟频率，或者设置为

2 MHz 或更高。

2. JTAG 时钟 (TCK) 的初始值为 2.5 MHz。

3. 要为 JTAG 时钟 (TCK) 设置的值是在执行 [Reset CPU] （复位 CPU）或 [Reset Go] （复位执行）之后

初始化的。因此， TCK 值将为 2.5 MHz。

2.2.4 设置 [Breakpoint] （断点）对话框时的注意事项

1. 如果设置了奇地址，则使用下一个最低的偶地址。

2. 通过替换指定地址的指令可实现 BREAKPOINT。
BREAKPOINT 不能设置为以下地址：

— CS、内部 RAM 或内部闪存之外的其他区域

— 满足 [Break Condition 2] （断点条件 2）的指令

— 延迟转移指令的槽指令

3. 在单步操作过程中，不能指定 BREAKPOINT 和 Event Condition （事件条件）中断。

4. 如果从指定了 BREAKPOINT 的地址恢复执行，并且在 Event Condition （事件条件）执行之前发生中

断，则先在该地址执行单步操作，然后继续执行。因此，无法执行实时操作。

5. 如果无法在 ROM 或外部闪存区域中正确设置 BREAKPOINT 的地址，则在执行 [Go] （执行）之后对 
[Memory] （存储器）窗口进行刷新等操作，会在 [Source] （源）或 [Disassembly] （反汇编）窗口上

的地址的 [BP] 区域中显示标记 • 。但是，该地址处不会发生任何中断。当程序因 Event Condition
（事件条件）而暂停时，标记 • 会消失。
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2.2.5 设置 [Event Condition] （事件条件）对话框和 BREAKCONDITION_SET 命令时

的注意事项

1. 选择 [Go to cursor] （转至光标）、 [Step In] （跳入）、 [Step Over] （跳过）或 [Step Out] （跳出）时会

禁止 [Event Condition 3] （事件条件 3）的设置。

2. 如果满足某个 Event Condition （事件条件），仿真可能会在执行了两个或更多指令之后停止。

2.2.6 性能测量功能

仿真器支持性能测量功能。

1. 设置性能测量条件

若要设置性能测量条件，请使用 [Performance Analysis] （性能分析）对话框和 PERFORMANCE_SET 
命令。使用鼠标右键单击 [Performance Analysis] （性能分析）窗口中的任一行时，会显示弹出菜单，

通过选择 [Setting] （设置）可以显示 [Performance Analysis] （性能分析）对话框。

注意： 有关命令行语法，请参阅在线帮助。

A. 指定测量开始／结束条件

使用 Event Condition （事件条件） 1、 2 可以指定测量开始／结束条件。可以使用 [Combination 
action (Sequential or PtoP)]（组合操作 (顺序或点到点 )）对话框的 [Ch1,2,3]（Ch1、 2、 3）列表框。

表 2.15   测量时间段

图 2.6   [Performance Analysis] （性能分析）对话框

分类 项目 说明

[Ch1,2,3] （Ch1、
2、 3）列表框中的

选择

Ch2 to Ch1 PA

（Ch2 到 Ch1 PA）
从满足 [Event Condition 2] （事件条件 2）（开始条件）中设置的条件到满足 
[Event Condition 1] （事件条件 1）（结束条件）中设置的条件之间的时间段设

置为性能测量时间段。

Ch1 to Ch2 PA

（Ch1 到 Ch2 PA）
从满足 [Event Condition 1] （事件条件 1）（开始条件）中设置的条件到满足 
[Event Condition 2] （事件条件 2）（结束条件）中设置的条件之间的时间段设

置为性能测量时间段。

以上两项之外的

项目

测量时间段从开始执行用户程序到发生中断为止。
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对于测量公差，

· 测量值包含公差。

· 公差将在中断之前或之后生成。

注意： 选择 [Ch2 to Ch1 PA] （Ch2 到 Ch1 PA）或 [Ch1 to Ch2 PA] （Ch1 到 Ch2 PA）后，若要执行用户程序，请指定

在 [Event Condition 2] （事件条件 2）和 [Event Condition 1] （事件条件 1）中设置的条件，并为性能测量指定一

个或多个项目。

B. 测量项目

项目是通过 [Performance Analysis] （性能分析）对话框中的 [Channel 1 to 4] （通道 1 到 4）测量

的。最多可以同时指定四个条件。表 2.16 列出了测量项目。

表 2.16   测量项目

注意： 选定的名称显示在 [Performance Analysis] （性能分析）窗口的 [CONDITION] （条件）中。

选项是 PERFORMANCE_SET 命令的 <mode> （模式）的参数。

如果生成表 2.17 中的条件，则也会对每个测量条件进行计数。

表 2.17   要计数的性能测量条件

注意： 1. 在 AUD 跟踪的非实时跟踪模式下，因为停止周期或执行周期的生成状态发生更改，所以无法执行正常计数。

2. 当 CPU 时钟在该模式下暂停 （如睡眠）时，计数也会暂停。

3. 设置测量开始或结束条件后，如果在满足测量开始和结束条件之后和之前输入上电复位，则计数会暂停。

选定的名称 选项

禁止 无

经过的时间 AC （执行周期数 (Iφ) 设置为测量项目。）

执行状态数 VS

转移指令计数 BT

执行指令数 I

异常／中断计数 EA

中断计数 INT

URAM 区域存取计数 UN

URAM 区域指令存取计数 UIN

URAM 区域数据存取计数 UDN

测量条件 说明

转移计数 计数器值每次增大 2。这意味着，对于一次转移，两个周期是有效的。
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2. 显示测量结果

测量结果以十六进制 （32 位）的形式显示在 [Performance Analysis] （性能分析）窗口或 
PERFORMANCE_ANALYSIS 命令中。

注意： 如果性能计数器在作为测量结果时溢出，则会显示“********”。

3. 初始化测量结果

若要初始化测量结果，请在 [Performance Analysis] （性能分析）窗口中的弹出菜单中选择 [Initialize]
（初始化），或使用 PERFORMANCE_ANALYSIS 命令指定 INIT。



 修订 - 1  

修订记录 SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器

 Rev. 发行日
修订内容

页 修订处

1.00 2008.09.24 — 初版发行



底页

SuperHTM 族 E10A-USB 仿真器

用户手册附加文档

关于 SH7083、 SH7084、 SH7085 和 SH7086 用法的补充信息

Publication Date: Rev1.00, Sep. 24, 2008
Published by: Sales Strategic Planning Div.

Renesas Technology Corp.
Edited by: Customer Support Department

Global Strategic Communication Div.
Renesas Solutions Corp.

©2008. Renesas Technology Corp., All rights reserved. Printed in Japan. 



Sales Strategic Planning Div.    Nippon Bldg., 2-6-2, Ohte-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

http://www.renesas.com
Refer to "http://www.renesas.com/en/network" for the latest and detailed information.

Renesas Technology America, Inc.
450 Holger  Way, San Jose, CA 95134-1368, U.S.A
Tel: <1> (408)  382-7500, Fax: <1> (408)  382-7501 
Renesas Technology Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K.
Tel: <44> (1628)  585-100, Fax: <44> (1628)  585-900

Renesas Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 204, 205, AZIACenter, No.1233 Lujiazui Ring Rd, Pudong District, Shanghai, China 200120
Tel: <86> (21)  5877-1818, Fax: <86> (21)  6887-7858/7898 
Renesas Technology Hong Kong Ltd.
7th Floor, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong   
Tel: <852> 2265-6688, Fax: <852> 2377-3473

Renesas Technology Taiwan Co., Ltd.
10th Floor, No.99, Fushing North Road, Taipei, Taiwan
Tel: <886> (2)  2715-2888, Fax: <886> (2)  3518-3399 
Renesas Technology Singapore Pte. Ltd.
1 Harbour Front Avenue, #06-10, Keppel Bay Tower, Singapore 098632 
Tel: <65> 6213-0200, Fax: <65> 6278-8001

Renesas Technology Korea Co., Ltd.
Kukje Center Bldg. 18th Fl., 191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-702, Korea
Tel: <82> (2)  796-3115, Fax: <82> (2)  796-2145 
Renesas Technology Malaysia Sdn. Bhd
Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No.18, Jln Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: <603> 7955-9390, Fax: <603> 7955-9510

RENESAS SALES OFFICES

Colophon 6.2

地址栏

http://www.renesas.com
http://www.renesas.com/en/network


SuperHTM族E10A-USB仿真器
用户手册附加文档

关于SH7083、 SH7084、 SH7085和SH7086
用法的补充信息

封

RCJ10J0087-0100


	封面
	Notes regarding these materials
	关于利用本资料时的注意事项
	目录
	第1章 将仿真器连接至用户系统
	1.1 仿真器的部件
	1.2 将仿真器连接至用户系统
	1.3 在用户系统上安装 H-UDI 端口连接器
	1.4 H-UDI 端口连接器的引脚分配
	1.5 H-UDI 端口连接器和 MCU 之间的推荐电路
	1.5.1 推荐电路（36 引脚类型）
	1.5.2 推荐电路（14 引脚类型）


	第2章 使用 SH7080 系列时的软件规范
	2.1 MCU 与仿真器的差异
	2.2 在使用 SH7080 系列时的仿真器特定功能
	2.2.1 Event Condition（事件条件）功能
	2.2.2 跟踪功能
	2.2.3 JTAG (H-UDI) 时钟 (TCK) 的使用注意事项
	2.2.4 设置 [Breakpoint]（断点）对话框时的注意事项
	2.2.5 设置 [Event Condition]（事件条件）对话框和 BREAKCONDITION_SET 命令时 的注意事项
	2.2.6 性能测量功能


	修订记录
	底页
	地址栏
	封底


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


